
1. 导论 

美国拜登政府上台后，实施了一系列半导体产业

政策，其核心是以关键技术垄断这一方式塑造和加强

自身非对称优势，在巩固美国半导体供应链安全的同

时，也为对华战略竞争服务。中美半导体产业战略竞

争对全球半导体供应链格局和全球地缘政治气候产生

重大影响，也正在影响台湾半导体产业发展格局。台

湾半导体产业在全球半导体供应链中的地位突出，台
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 The Biden administration has enacted a series of industrial policies related to sup-ply chain 

restructuring since it came to power, with high-tech industries and advanced technologies as 

the core of its policies. The U.S. promotes the re-shoring of the semiconductor supply chain 

and strengthens semiconductor industry cooperation with Taiwan through positive subsidy in-

vestment and reverse control constraints, which serves its own political and economic interests 

and the hegemonic logic of international competition under the pretext of strengthening the 

security and resilience of the global supply chain. The implementation path of the Biden ad-

ministration's industrial policy toward Taiwan mainly includes the path of economic interests, 

the path of national (regional) security and the path of great power hegemony, which has a 

profound impact on the economic pattern, the political pattern and the power pattern of the 

Taiwan region. In general, the U.S. industrial policy toward Taiwan has caused the advantages 

of Taiwan's semiconductor industry to shrink, prompting challenges to Taiwan's sustainable 

economic development; the U.S. has used Taiwan as an important strategic tool in the com-

petition between the U.S. and China, pushing the tension in the Taiwan Straits to become more 

and more intense; and the U.S.'s economic and political coercion and coercion of Taiwan has 

made Taiwan more dependent on the U.S. in the international power pattern and deprived it of 

more autonomy. 

摘 要 

拜登政府上台执政后颁布了一系列供应链重构相关的产业政策，尤其以高科技产业与尖端技术领域为政策

核心。美国推动半导体供应链再岸化并通过正向补贴投资和反向管制约束措施加强与台湾地区的半导体产

业合作，是以加强全球供应链安全和韧性为借口服务于自身的政治经济利益与国际竞争中的霸权逻辑。拜

登政府对台产业政策的实施路径主要包括经济利益路径、国家（地区）安全路径和大国霸权路径，对台湾

地区经济格局、政治格局和权力格局产生深刻影响。总的来说，美国对台产业政策使得台湾半导体产业优

势缩减，促使台湾经济可持续发展面临挑战；美国将台湾作为中美竞争中重要战略工具，推动台海地区紧

张局势愈发激烈；美国对台湾在经济和政治上的拉拢与胁迫，使得台湾在国际权力格局中更加依附美国，

丧失了更多自主性。 

 

* Corresponding author. E-mail address: lilyyyhuang@outlook.com 

Received 10 December  2024; Received in revised f om 05 January 2025; Accepted 12 February 2025; Available online 15    2025. 
2759-8934 / © 2025 The Author(s). Published by Jandoo Press. This is an open access article under the CC BY 4.0 license. 

 

r February

https://doi.org/10.70731/6m6fdm46
mailto:lilyyyhuang@outlook.com
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Jiali Huang  CSM | Vol. 2, No. 1 (February 2025) 

 44 

积电（台湾积体电路制造公司，TSMC）作为台湾半

导体企业中的中流砥柱，其发展路径变化更能体现台

湾半导体产业以及台湾整体经济受到中美地缘竞争影

响的态势。因此，在美国拜登政府供应链重构战略实

施的背景下了解对台半导体产业发展格局影响，有利

于深刻把握当下全球半导体供应链的演变趋势和特

点，也能够为未来台湾半导体产业在中美战略竞争中

的发展路径选择提供分析依据。 

2. 拜登政府时期美国半导体政策分析 

虽然美国坚持自由化和市场化的经济制度并反对政

府过度干预经济，但近年来伴随着地缘政治形势日益

复杂化，特别是拜登政府上任后，美国使用了一系列

产业政策加大对经济的干预和保护，尤其运用在自身

有着巨大优势的半导体产业。根据美国半导体协会

（SIA）2023 年 5 月发布的 2023 年美国半导体产业概

况《2023 SIA Factbook》，[1]美国 2022 年的芯片销售

市场份额占据了全球的 48%，报告称，“保证了美国在

主要半导体市场的领导地位”。拜登执政后，采用了以

《芯片与科学法案》（The CHIPS Act of 2022）为核心

的正向补贴投资和反向约束管制的措施。 

2.1. 正向补贴投资措施 

《芯片与科学法案》[2]于 2022 年 8 月由拜登签署

通过，核心是围绕美国本土先进半导体制造展开正向

的高额补贴、税收抵免和反向的投资限制与出口管制

手段，通过补贴手段吸引和鼓励私人投资以及管制手

段遏制其他经济体的半导体发展，吸引先进半导体制

造业回流，巩固并加强已形成的半导体产业优势。 

在正向补贴投资措施中，主要是通过产业补贴和

税收抵免措施实现。美国商务部设立 390 亿美元的

“商务部制造激励计划”（DOC Manufacturing Incen-

tives）对半导体产业提供补贴和财政援助，其中还涵

盖了可用于直接贷款和贷款担保的 60 亿美元。同时，

《芯片与科学法案》还拨款 110 亿美元设立“商务部

研究和发展计划”（DOC Research and Development, 

“R&D”)激励半导体研发，成立美国国家半导体技术

中 心 （DOC National Semi-conductor Technology 

Center, “NSTC”)、美国国家先进封装制造项目

（DOC Na-tional Advanced Packaging Manufacturing 

Pro-gram）、 美 国 半 导 体 制 造 研 究 所 （DOC 

Manufacturing USA Semiconductor Insti-tute）和“美

国 芯 片 研 发 计 量 计 划 ”（DOC Microelectronics 

Metrology R&D），协调统筹产学研力量，着重强调关

键半导体技术的研发创新，确保塑造美国在半导体行

业的领先地位和非对称优势。税收抵免方面，设立

“先进制造业投资信贷”（Advanced Manufacturing 

Investment Cred-it）以期通过对 2023 年至 2026 年半

导体投资提供 25%的投资税收抵免降低投资成本，鼓

励私人资本加大投资力度。 

此外，《芯片与科学法案》还通过 2 亿美元拨款设

立美国芯片劳动力和教育基金（CHIPS for America 

Workforce and Education Fund）用于培育半导体劳动

力发展和解决半导体产业劳动力紧缺问题，并设立美

国芯片国防基金（CHIPS for America Defense Fund）

以 20 亿美元构建国防多部门部署网络，支持芯片领域

人才培养。显然，拜登通过签署此项法案对美国半导

体产业发展进行财政直接支付与投资补贴的资金支

持、人才培养和多部门联合研发生态培育的结合方式

进行美国半导体产业优势的正向巩固。 

2.2. 反向约束管制措施 

拜登执政后除了对美国半导体产业优势的正向培

育，还通过一系列措施进行反向的出口管制和投资审

查。《芯片与科学法案》中一项“护栏条款”

（Guardrail Provision）[3]明确指出，获得美国政府补

助的覆盖实体不得参与在中国或其他受关注国家的实

质性扩大半导体产能的重大交易，时间限定为 10 年

内，且一旦发现违反企业此条款将收回其之前接受的

补助。可见，拜登执政下美国半导体产业发展以中国

为主要遏制对手，与 20 世纪 80、90 年代美国对日本

半导体产业发展的遏制与打压动机类似。并且从资金

管制措施来看，美国着重限制美国企业和接受美国补

助资金的企业在华投资，凸显出继续加强对华遏制非

对称优势的企图，美国不仅想要通过加强自身发展巩

固优势，更加想要通过不合理打压中国日益崛起的半

导体产业发展来削弱对手实力。 

从抑制中国半导体产业发展的措施来看，美国更

从联合盟友国家的方式对中国进行联合式打压，企图

阻断中国半导体产业的开放发展途径。拜登上台后美

国组建了以美国、日本、韩国和台湾地区为核心的芯

片四方联盟（CHIP4），并同时通过印太经济框架

（IPEF）、美日印澳四方安全对话（QUAD）等联盟机

制将供应链议题中的关键半导体产业引入对华遏制重

点，不断加强在出口管制、供应链审查和投资限制等

方面加强与盟友的合作，以期达到各方联手多方面遏

制中国半导体产业发展的效果。 
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3. 拜登政府时期美国对台半导体政策分析 

从以上美国拜登政府的半导体产业政策能够看

出，美国将半导体产业作为鼓励制造业回流的重点产

业，同时将中国作为对手国和打压重点国家。而中国

台湾地区一直是亚太地区和全球半导体供应链中的领

导者，全球 90%以上小于 10 纳米的芯片由台湾代工生

产，[4]台积电作为全球最大的先进半导体制造企业，已

经长期稳居全球先进半导体制造产业链的头部，2023

年台积电7纳米制程技术以上产品在全球代加工市场占

据了 90%左右。[5]台湾半导体产业的实力显著，因此

台湾当局有意将半导体产业作为自身的重点产业发

展，并且不断强化半导体产业作为“护台神山”的地

位，而对于美国来说，台湾半导体产业的显著优势再

加之台湾本身在中美关系中的特殊地位，台湾无疑是

用来联合强化自身优势和打压中国半导体发展的重要

棋子。 

相应地，拜登政府对台半导体产业政策遵循其正

向激励与反向抑制兼顾的措施，一方面，美国采取多

种方式对台湾半导体产业及其龙头企业积极拉拢。首

先，美国依据《芯片与科学法案》之中给出的生产与

投资补助吸引台积电的同时，给予台积电压力迫使其

向美国转移部分先进产能，减轻美国对台湾半导体产

业的过度依赖从而增强美国的半导体供应链韧性。美

国始终认为，“过度依赖台湾地区”是一种严峻的地缘

政治风险，芯片产业在东亚地区的集中是对美西方供

应链安全的一大挑战。[6]其次，拜登政府利用少边主义

联盟手段将台湾半导体产业作为重要盟友。自 2021 年

以来，美国多次发布供应链审查报告审查包括半导体

行业的重点产业，强调通过“值得信赖的朋友和合作

伙伴、与我们有着共同价值观的国家”加强全球供应

链韧性，而台湾地区自然囊括在其中。同时美国将台

湾地区拉拢为 CHIP4 的重要成员，以联手日韩加强东

亚地区与全球半导体产业供应链韧性的名义形成对中

国大陆半导体产业的遏制包围圈。2024 年台积电宣布

将在日本熊本建设第二工厂，预定生产6纳米先进半导

体产品，[7]不仅代表日本成为美台半导体合作背景下亚

洲半导体生产的重要承接地，更意味着美日台以经济

安保策略联合加强对中国半导体竞争优势，可见，美

国为加强在东亚地区半导体供应链稳定性建立联盟的

同时，更加想法设法巩固各个盟友之间的半导体合作

关系。 

另一方面，美国仍旧通过《芯片与科学法案》中

的“护栏条款”为重点立法依据，抑制台湾半导体产

业在大陆地区的发展，严重干扰两岸地区半导体经贸

合作。美国自供应链安全审查启动以来列入限制清单

中的企业含有众多中国企业，在美台合作主导的背景

下台湾半导体企业必须大幅度减少和中断与大陆地区

的相关合作。而“护栏条款”明确指出在美投资设厂

并获美补贴的半导体企业严禁在中国设厂投资，这样

一个歧视性排他条款无疑加重了美台半导体深入合作

下台湾地区对大陆半导体市场和制造生产的背离。另

外，台湾半导体企业接受美国资金补助和优惠政策的

条件并不容易，《芯片与科学法案》苛刻地提出了提供

企业信息等附加条件，这也无疑是对台湾在全球领先

的半导体企业群体的盘剥。 

总的来说，美国对台半导体产业政策高度秉持美

国全球半导体供应链政策精神，以正面吸引鼓励和反

面管制约束的相关措施加大对台半导体产业拉拢的同

时，也切断了其原本与大陆地区半导体供应链的联

系。而这加强了美台半导体合作、巩固了全球两大半

导体产业巨头的非对称优势的同时，也对台湾半导体

产业的发展产生了利弊参杂的复杂影响。 

4. 拜登政府时期对台半导体发展影响路径 

美国对台半导体产业政策无疑对台湾半导体产业

发展带来重大的经济影响，并且通过高科技半导体产

品和关键技术在国家安全和全球供应链安全的特殊属

性和地位，为台湾地区和中美台关系带来远超于经济

发展上单一方面的影响。 

4.1. 影响路径 

4.1.1. 经济利益路径 

首先，台积电对于美国提出的加强美台合作以提

高全球半导体供应链韧性的倡议积极响应，尽管其中

伴随着美国施加的大量压力。台积电在美国压力下于

2020 年 5 月宣布在美国亚利桑那州进行半导体生产投

资，以 120 亿美元设立 5 纳米芯片制造厂，又在 2022

年宣布扩大台积电在美投资规模，增至 400 亿美元，

并且将纳米制程技术提高到3纳米，而台积电创始人张

忠谋接受采访提到在美投资设厂并不符合台积电利

益，美国芯片制造成本高昂与人才缺乏都将为台积电

带来挑战。[8]根据台积电 2023 年年报，2023 年台积电

营业收入净额相比于 2022 年下降了约 4.51%，净利润

下降了约 12.85%，[9]可以看出在台积电选择在美国加

大半导体产业投资和半导体制造的转移力度后，并没

有给台积电的发展注入强劲的增长力量。 

其次，美国对于台积电发展给予的拉拢压力，也

对整个台湾半导体产业的经济利益带来影响。台积电

一直是台湾半导体企业中的龙头企业，而半导体产业

作为台湾的“护台神山”，一直受到美国的“长臂管
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辖”，因此其经济利益势必受到美国的牵制和影响。

2023 年台湾半导体产业产值相比于 2022 年预计衰退

10.2%，而2023年美国半导体市场总销售额较2022年

衰退 5.3%[10]，因此可以看出美台半导体合作关系加强

实则并未对双方带来“1+1>2”的经济利益攀升，反

而是在 2023 年全球半导体市场销售总值同比下降

8.2%的衰退大环境下面临了发展上的困难。在此背景

下，台湾当局推出“台湾版芯片法”并于 2023 年 8 月

7 日生效，以通过关键产业研发升级、投资减税优惠来

巩固台湾半导体产业的持续发展，但收效甚微，岛内

普遍认为并不能解决缺乏技术和市场支撑带来的缺乏

自主性这一核心问题。[11] 

因此，拜登政府对台半导体产业政策从经济利益

路径对台湾半导体产业施加影响，以期通过台湾向美

转移部分先进制造业让美国“去台化”重塑核心竞争

力，而台湾则是希望借此获得更多经济利益，但结果

却并不如意。 

4.1.2. 国家（地区）安全路径 

半导体产业是美国供应链审查的重点，并且拜登

政府认为美国半导体供应链存在高度依赖东亚经济体

的风险，[12]中国台湾地区芯片产能占比为 20%，并且

对于全球 10 纳米以下先进芯片产能制成几乎垄断。因

此拜登政府企图通过将台湾半导体先进产能部分转移

至美国的产业政策降低美国半导体供应链脆弱性，避

免出现类似于新冠疫情期间因芯片工厂停工而造成断

供的问题。从先进半导体制造产能来看，因台湾半导

体产业制造能力和技术都处于全球半导体供应链领头

地位，美国也无法单靠《芯片与科学法案》中支持本

国半导体产能发展、降低对东亚地区半导体供应链的

依赖程度来提高美国芯片供应链安全度，因此对台湾

进行了积极拉拢和反向压力并行的政策，甚至是认为

在必要时候可以实施“焦土战略”，[13]本质上是为了从

内外两方面增加美国半导体供应链安全性和稳定性。 

对台湾当局来说，全球半导体产业的激烈竞争加

上台湾本土的半导体产业优势无疑是确保台湾地区在

全球供应链格局中承担重要角色的两大主要动力，不

仅是想高度保持台湾半导体的产业竞争力从而确保台

湾本土在半导体供应链中的安全地位，更是想通过

“倚美谋独抗中”路线在两岸关系中占据安全主导。

民进党一直希望打造半导体产业作为“护台神山”的

地位，对内采取措施支持岛内半导体企业的发展，而

对外则是全盘接受和美国的合作，在美国和大陆地区

中坚定地选边站队美国。而目前看来，支持岛内半导

体产业发展的大部分法规都较为空洞，而对于美国的

积极拉拢基本上条条响应，可以说完全配合美国打击

大陆地区的半导体产业政策。[14]而从台湾半导体厂商

的角度来看，虽然从经济利益角度出发并不愿意完全

配合，但是在地缘政治复杂形势与台海地区危机再次

回升的背景下，半导体产业半身作为国家安全相关的

关键供应链，势必会受到国家（地区）安全政策的侵

扰，因此安全路径是无法忽视的重要影响路径。 

4.1.3. 大国霸权路径 

美国拜登政府以全球供应链安全审查为借口实施

歧视性和保护性产业政策，无疑是美国希望以关键技

术垄断保持本国产业优势，以霸权路径继续加强对华

遏制。半导体产业被拜登政府作为助力于中美竞争以

及美国“竞赢”（outcompete）中国的关键战略技术，

是美国护持霸权的重要工具。拜登政府在《国家安全

战略》（National Security Strategy）中明确指出关键

供应链受到对手国家的严重威胁与遏制，美国必须在

供应链韧性上形成对华竞争优势，在经济与贸易领域

促进有韧性的增长。[15]半导体产业一直是美国对华科

技竞争的重点产业，并且希望通过半导体先进制造供

应链带来的经济优势巩固对华军事优势，并且借此巩

固美国在全球范围内的霸权地位。 

因此，在拜登政府企图构建的排除中国大陆的半

导体供应链中，台湾半导体产业在其中扮演了重要作

用，美国希望联手台湾地区在东亚地区对于大陆半导

体产业发展形成“卡脖子”效应。在此过程中，中美

台三角关系出现了美台联合对中国大陆形成霸权遏制

的姿态，台湾有意在其中借配合美国战略而在两岸关

系中占据主动权。但台湾却冒着将其优势产业卷入地

缘政治的风险在三角关系中博弈，无疑体现出了自身

的实力并不足够，并且在其中一直呈现被美国所施加

的压力而裹挟的状态。台湾半导体在与美合作中一直

作为配合者姿态，本身也收到了美国霸权的威胁，并

且从产业政策来说，美国已经呈现出对台湾半导体产

业的打压姿态，在美台未来的持续合作中美国无疑会

继续凭借其霸权地位对台湾进行持续性挤压。 

4.2. 对台直接影响 

经济上：台湾半导体发展受阻，美国有意重现美日半

导体竞争胜利；台湾产业发展不均衡带来“荷兰病”

加剧 

上文提到，美台半导体合作以及台湾对美国拜登

政府半导体产业政策的积极响应并没给台湾带来如期

的经济利益，台积电营收以及台湾半导体产业的利润

都出现了一定程度上的倒退。有报道甚至指出，美国

希望通过产业政策鼓励台积电以及台湾半导体企业在
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美投资生产，其主要目的是将台积电主体引入美国并

且把空壳留在台湾。[16]从这一点不难让人联想到 20 世

纪 80 年代的日美半导体贸易摩擦并且最后以美国的胜

利告终。20世纪 80年代日本半导体产业迅速崛起，引

发了美日的半导体科技竞争与贸易摩擦，并且在美日

签订两次《美日半导体协议》后日本最终丧失半导体

产业主导地位。[17]而从今日来看，台湾的半导体产业

优势与其在中美关系中特殊地位结合起来，美国既能

够借助拉拢台湾加强美国半导体产业优势并借机遏制

台湾半导体发展的同时，也能够对中国半导体产业发

展形成围堵打压局面。 

而对台湾地区产业发展来讲，台湾产业格局将进

一步向不均衡发展。台湾地区的产业发展格局中，半

导体产业遥遥领先，而其余产业呈现较为凋敝和衰弱

的特点。如果台湾当局继续推进以半导体产业为焦点

的发展战略，无疑会加重台湾地区经济发展严重不平

衡的局面，同时加重其经济发展对于半导体产业以及

台积电的依赖程度。“荷兰病”指中小国家或地区经济

中某一初级产品异常繁荣而导致其他部门衰弱的现

象，台湾地区经济不平衡局面长此以往发展会加重台

湾地区“荷兰病”现象。加之目前台湾地区全盘配合

美国的芯片发展战略，台湾地区半导体产业转移速度

加快会加重岛内经济空心化现象。 

安全上：“护台神山”能力削弱；中美竞争下半导体发

展政治风险加剧 

从台湾地区安全的角度上来说，美国拜登政府对

台半导体政策不仅没有增强台湾地区的经济发展自主

性，反而使得民进党希望打造的“护台神山”能力进

一步削弱。从经济收益上来说，台湾对拜登政府产业

政策的迎合是放弃与大陆地区的半导体经贸资金与市

场而换取来的，但是经济回报却并不理想，经济发展

上对于保证台湾地区经济的能力打了折扣。“护台神

山”对经济安全的保障减弱，是从半导体产业发展的

首要条件上减轻了台湾地区经济发展优势。对于台湾

地区来说，半导体产业不仅是代表性战略资产，台湾

半导体产业优势更是让台湾当局不断强化半导体产业

在发展安全战略中的核心地位，但在美国积极拉拢其

搬迁设厂以及反向施压与大陆地区“断交”的情况

下，半导体产业的空心化态势以及无法获取大陆支持

势必会让台湾面临经济支柱倒塌的局面，在此情况下

台湾地区经济安全性和总体安全性并不能获得根本性

保障。 

台湾当局或主动或被动地将半导体产业纳入到中

美竞争的地缘政治复杂背景之下，大幅度增加了半导

体产业发展面临的政治风险。有学者指出，美国借增

强芯片供应链韧性为理由，借口分散生产集中性的不

稳定性，实则是强迫台湾地区将先进半导体产能与关

键技术转移至美国，如果台湾地区完全搬迁造成空心

化，最终使得美国抛弃台湾这一弃子。[18]台湾半导体

企业的地缘政治风险日益加剧，虽然台湾希望能够通

过“台版芯片法”将先进生产力留在岛内，并在近年

内积极在全球多国设厂以分担美国带来的政治压力，

但始终无法阻止美国对华“竞赢”大背景下构建关键

技术垄断的“小院高墙”战略对全球半导体格局带来

的高强度政治风险。 

霸权上：变相服务于美国对华竞争霸权逻辑 

台湾半导体产业因其优越生产能力与生产技术、

卓越的全球供应链地位和政府当局的战略部署而成为

台湾的支柱产业和战略优势，但与美国达成合作的最

终发展结局离不开服务于美国的产业霸权。美国半导

体企业在半导体供应链中主要专注于设计、设备等高

附加值环节，而制造和封装测试等低附加值环节则是

东亚地区经济体特别是台湾地区半导体产业的优势，

因此拜登政府对台半导体政策将台湾先进制造能力

“拉回”美国，体现出低附加值环节向东亚地区转移

并成为后者优势环节后美国本土半导体制造能力和技

术的衰弱，也表现出美国希望将半导体供应链重新巩

固回本土并着重突出美国半导体产业优先的霸权。 

在美国对华高科技战略竞争的背景下，台湾并不

能被美国视为平等的半导体合作伙伴，反而是成为恢

复半导体制造业重回美国本土、打压中国半导体产业

发展的工具。台积电的“去台化”和“被美国化”被

舆论认为是民进党和美国联手掏空台积电，完全为美

国的政治经济利益服务，[19]严重损害了台湾半导体产

业发展的长远利益。台湾半导体产业竞争力的削弱，

既能够让美国在利用产业政策拉拢台湾在美投资设厂

中获得实质性益处，又能够进一步降低美国对东亚半

导体供应链的依赖性，同时使得台湾、大陆地区的半

导体产业发展都受到损害从而巩固自己在全球供应链

中的领先地位，台湾地区在三角关系中的工具属性展

露无疑。 

4.3. 对台总体格局影响 

4.3.1. 经济格局：台湾在全球半导体供应链主导地位削
弱，可持续发展形势严峻 

从经济格局来说，美国拜登政府对台半导体产业

政策呈现对台湾积极拉拢和反向施压双管齐下的姿

态，但总体来看是为美国自身半导体供应链韧性服
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务，目标是削弱中国的半导体产业发展，但也会对台

湾经济格局产生削弱其半导体供应链主导地位的影

响。有报告指出，全球芯片产能处于过剩阶段，2023

年全球半导体材料市场销售额从 2022 年创下的 727 亿

美元的市场纪录下降 8.2%至 667 亿美元，全球半导体

行业仍处于减少过剩库存阶段。[20]半导体产业是全球

各国发展的重点，各国对半导体加大投资与制造生产

力度，造成了当前全球半导体产能过剩，因此势必会

对台湾地区半导体产业出现积压态势。2023 年台湾地

区半导体设备销售额为 196 亿美元，减少了 27%，[21]

并且 2022 年 9 月台积电关闭了 4 台 EUV 光刻机，可

以看到，台湾半导体产业面临全球范围内的半导体产

能拥挤并造成芯片产品供大于求的局面，在全球各国

加紧芯片在岸制造的情况下，台湾半导体企业优势正

在逐渐缩减。 

同时，从台湾半导体产业自身的发展看，随着半

导体产业在岛内产业格局中“一家独大”的局面逐渐

深入发展带来的产业极化使得台湾岛内资源支撑无

力，加之全球芯片产能过剩可能带来的降温态势，不

利于台湾地区经济格局的可持续发展。相关数据指

出，晶圆制造对于水力、电力的消耗巨大，2022 年台

积电电力消耗占据台湾地区全部电力消耗的 7.5%，耗

水量达到 8280 万立方米，[22]而台湾岛内自然资源禀赋

较为匮乏，在推动绿色能源发展的大趋势下，对于半

导体产业的继续发展提出严峻考验。此外，全球半导

体制造过剩，疫情后宏观经济环境并未完全恢复，台

积电的收入也并未出现稳定增长反而是出现缩减，对

于台湾半导体产业格局优化调整提出考验。 

在新质生产力的视角下，横琴深合区的制度型开

放面对的国际环境挑战尤为显著，主要体现在全球政

治经济形势复杂多变，贸易保护主义抬头、全球贸易

规则变革、地缘政治冲突等多重国际风险对深合区的

跨境投资和贸易活动的影响。 

近年来，随着单边主义和保护主义趋势的增强，

国际贸易规则面临严重挑战。一些国家通过提高关

税、建立贸易障碍等手段来保护本国产业，这可能使

得跨国投资的难度加大，进而影响到横琴深合区吸引

外国直接投资的能力，特别是在那些需要国际资本参

与的领域，例如现代金融、科技研发和高端制造业。

此外，全球供应链也可能因为贸易保护主义的抬头而

遭受冲击，这对横琴深合区企业的日常运作和生产活

动构成了威胁，特别是在那些高度依赖全球供应链稳

定性的科技研发和高端制造业。 

随着数字经济的迅猛增长，数字贸易已经成为国

际贸易的关键部分。在全球范围内，数字服务贸易在

服务贸易中所占的比例持续攀升，数字贸易规则也成

为了全球贸易磋商中的一个核心议题。世界贸易组织

成员国提交的区域性贸易协定中，众多协议都纳入了

有关电子商务的条款，这反映出各国对于制定数字贸

易规则的高度重视。横琴深合区建设的一个重点任务

是建设数字贸易国际枢纽港，推进数字产业化和产业

数字化。这要求横琴深合区不仅要适应数字贸易规则

的变化，在市场准入、跨境金融管理、数据跨境流动

等方面进行制度创新，还要加强法治建设，为数字贸

易提供更加公平、透明的法律环境。 

当前，亚太地区无疑已经成为全球地缘战略竞争

的核心区域。包括日本、印度、韩国、菲律宾和澳大

利亚在内的国家，已经将支持美国的印太战略纳入其

国家安全战略的新版图。同时，作为全球最大的两个

经济体，中美之间的互动不断产生广泛的地缘政治和

地缘经济影响，两国在科技、贸易、经济、媒体、公

共舆论、网络空间、信息流通以及意识形态等领域的

竞争正日趋激烈。地缘政治冲突可能导致跨境投资环

境的不稳定性增加，影响横琴深合区吸引外资的能

力，尤其是对于那些依赖于国际资本流动的产业，如

现代金融、科技研发和高端制造等。 

4.3.2. 政治格局：加剧台海地区不稳定趋势 

拜登政府利用半导体产业政策将半导体供应链提

升到国家安全层面，构造封闭的少边主义联盟继续加

强对华不对称战略竞争优势，而台湾地区就在其构想

的科技联盟之中。拜登政府对内希望通过半导体产业

政策助力于制造业振兴以及就业机会增多以巩固执政

基础，对外则是通过与中国战略竞争并构建对华包围

圈加强大国霸权，部分转移国内矛盾。而塑造为国家

安全核心供应链的半导体产业供应链再岸化和友岸化

既能够促使美国实体经济振兴，又能够达到遏制中国

的作用。台湾地区本身在中美关系之中所处的特殊地

位以及强大的半导体产业实力使得美国能够在达到先

进半导体制造能力回流国内本土的同时达到“以台制

中”的政治目的。美国拜登政府《芯片与科学法案》

的颁布以及针对中国的芯片外交和芯片联盟，对于中

国的打压目的不言而喻，美国借助台湾地区半导体产

业优势一举多得，但结果无疑是加剧了全球半导体供

应链断裂动荡，引发国家政治格局上的更多危机。 

落到中美台关系与台海地区上，中美台关系因美

国积极拉拢台湾地区加强合作同时与大陆断绝半导体

合作而变得更加紧张，导致台海地区动荡局势进一步

加剧。台湾在中美关系中的选边站队，体现出台湾问

题在当下复杂性日益突出，台湾问题与中美战略竞争

联系程度更加密切。美国一直在从科技经贸、国际组

织等层面推动台湾问题多边化，不断展现出“战略模
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糊、战术清晰”的特征，甚至可能出现 1979 年中美正

式建交前的严峻态势。[23]半导体产品同时也在国防工

业中地位突出，将芯片制造等关键技术应用于军事领

域使得芯片产能与国家军事威慑息息相关，同时美国

在台海方向的军事威慑部署也逐步加强，对于台海地

区事务的干涉也日益强烈，因此美台半导体合作将会

使得台海地区不稳定趋势进一步加剧。 

4.3.3. 权力格局：自主权力下降，对美依赖附属性增强 

在整个国际关系权力格局中，美国拜登政府对台

半导体产业政策体现出其霸权逻辑，拜登政府对于全

球半导体供应链的重构政策破坏了产业链本身的完整

性和分工合理性，全球各国和各大经济体在供应链上

所处位置被美国人为安排，本质上是为美国政治经济

利益服务。而对于台湾半导体企业来说，并不是出于

经济利益而是由于政治动机加强融入西方供应链，并

根据地缘政治风险进行相应的生产地与市场规避，无

形中增加经营过程政治成本的同时，也使得企业很大

程度上丧失了增强竞争力的自主权。 

而在台湾选择成为美国半导体供应链中关键供应

角色时，实际上将台湾半导体产业的地缘政治风险进

一步抬升，同时更加依附美国半导体产业政策，从而

在国际权力格局中呈现附属态势。在技术密集型产业

中，国家通过掌握核心技术而获得权力，同时通过技

术遏制来达到对他国施加权力影响的效果，美国政治

胁迫下，绝大部分半导体超级企业的表现是接受与美

单方合作同时放弃中国市场。[24]台积电在美国政治胁

迫下赴美投资设厂，实则是在美国对于全球半导体产

业技术控制、金融控制和市场控制的三个霸权基石[25]

下对于美国霸权的服从，因此台湾半导体产业看似是

在美国“友岸外包”（friend-shoring）供应链战略中的

关键位置上，实际上是用来巩固自身权力基础和形成

对华权力占优的重要工具。 

5. 总结 

美国拜登政府对台半导体产业政策秉持总体供应

链重构战略，核心围绕《芯片与科学法案》，正向措施

包括积极拉拢台湾企业投资设厂，提供资金补贴和税

收优惠；反向措施则通过“护栏条款”迫使台湾选边

站队，放弃与大陆地区半导体投资经贸合作，并通过

排挤中国的少边主义科技联盟大力遏制中国半导体产

业发展。而拜登政府的半导体产业政策实施路径可以

大致从经济利益、国家（地区）安全和大国霸权三个

路径实施，使得台湾地区在经济上逐步丧失半导体产

业优势，岛内产业极化趋势加重，最后导致台湾经济

格局在全球半导体供应链中优势地位减弱的同时，可

持续发展挑战严峻；台湾地区半导体产业的地缘政治

风险加剧，撼动“护台神山”地位稳固性，也使得中

美台三角关系更加错综复杂，使得台湾问题与中美竞

争交织更深，并且加剧台海地区不稳局势；美台半导

体合作本质是为美国政治经济利益服务，美国拉拢台

湾试图巩固自身供应链韧性，并且以台湾作为牵制中

美竞争的重要战略工具，促使台湾地区在国际权力格

局中更加被动，对美依附性更强。图1是本文分析拜登

政府对台半导体产业政策理论逻辑的简示。 

图 1 拜登政府对台半导体产业政策实施路径及影响简示
[26]

 

分析美国拜登政府对台湾半导体产业政策，能够

为我们分析未来台湾半导体产业发展走向以及中美战

略竞争背景下两岸地区半导体经贸往来交流提供思

路。首先，台湾半导体产业发展应该突破美国服务自

身利益和霸权的政策构想，推动两岸半导体产业加强

合作，提升发展融合度。台湾选择站队美国，但在美

国的推动下却使得台积电以及整个台湾半导体产业逐

步丧失其发展优势，以排除了大陆地区这一巨大优势

市场为代价换取对美西方供应链及产业联盟的深度融

入，从长远来说对台湾产业格局和经济发展并不有

利。因此，两岸应该加强半导体产业合作，充分发挥

各自优势以促进地缘政治风险加剧背景下东亚地区半

导体供应链稳定。其次，中美战略竞争愈演愈烈，中

美台关系更是当下紧张局势下最重要的一组特殊性关

系，三方应该积极沟通，加强高科技领域内的切实对

话，防止推动台海局势走向更加恶化。再次，美台半

导体合作对中国大陆地区的联合遏制敦促中国应该加

强核心技术开发掌握，相比于市场，国家加强供应链

战略管理在地缘政治复杂局势下或许更能加强联合企

业的多样化创新路径。最后，中美竞争虽然愈演愈

烈，但两国应该对合作趋势保持积极乐观，中国在加

强自身创新能力培育、技术标准化提升的同时，也应

该继续坚持真正的多边主义以更好地突破美国封锁管

制，寻求可能的合作机会。 
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